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(57) Abstract: A method (14) for the controlled removal of a protective layer (3) from a surface of a

component (10), the component comprising: - a main body (1); - an intermediate layer (2) which at least
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partially covers the main body; and - said protective layer (3), which comprises an amorphous solid,
in particular an amorphous non-metal, in particular an amorphous ceramic, at least partially covers the
intermediate layer; wherein the method comprises the following steps: - bringing (11) the protective
layer (3) into contact with an etching or dissolving medium (4); and - removing (12) the protective layer
(3) under the action of the etching or dissolving medium (4) until the intermediate layer (2) is exposed,;
and wherein the etching or dissolving medium effects a first etching or dissolving rate on the protective
layer and a second etching or dissolving rate on the intermediate layer, and wherein the first etching
or dissolving rate is greater than the second etching or dissolving rate. The invention also relates to a
method for replacing an old protective layer on a component, a method for operating a thin film process

installation, a component for use in a thin film process installation, and a method for producing the

component.
AA START
BB END

(57) Zusammenfassung: Vertahren (14) zum kontrollierten Abtragen einer Schutzschicht (3) von einer
Oberfldche eines Bauteils (10), wobei das Bauteil umfasst: - einen Grundk&rper (1); - eine Zwischen-
schicht (2), welche den Grundkd&rper zumindest teilweise iiberdeckt; und - die besagte Schutzschicht
(3), welche einen amorphen Festkdrper, insbesondere ein amorphes Nichtmetall, insbesondere amor-
phe Keramik, umtasst und die Zwischenschicht zumindest teilweise {iberdeckt; wobei das Verfahren
folgende Schritte umfasst: - in Kontakt Bringen (11) der Schutzschicht (3) mit einem Atz- oder Lése-
medium (4); und - Abtragen (12) der Schutzschicht (3) unter Einwirkung des Atz- oder Lasemediums
(4) bis die Zwischenschicht (2) freigelegt ist; und wobei das Atz- oder Lésemedium eine erste Atz- oder
Lasegeschwindigkeit der Schutzschicht und eine zweite Atz- oder Losegeschwindigkeit der Zwischen-
schicht bewirkt und wobei die erste Atz- oder Lisegeschwindigkeit grisser ist als die zweite Atz- oder
Losegeschwindigkeit. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zum Austauschen einer alten Schutz-
schicht auf einem Bauteil, ein Verfahren zum Betrieb einer Diinnschicht-Prozessanlage, ein Bauteil zur
Verwendung in einer Diinnschicht-Prozessanlage und ein Herstellungsvertahren fiir das Bauteil.

[Fortsetzung auf der ndichsten Seite]
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Verfahren zum kontrollierten Abtragen einer Schutzschicht

von einer Oberfliache eines Bauteils

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum
kontrollierten Abtragen einer Schutzschicht von einer
Oberflache eines Bauteils. Die Erfindung betrifft weiter
ein Verfahren zum Austauschen einer alten Schutzschicht auf
einem Bauteil durch eine neue Schutzschicht, ein Verfahren
zum Betrieb einer DiUnnschicht-Prozessanlage mit einem
Bauteil mit einer Schutzschicht, ein Bauteil zur Verwendung
in einer Dinnschicht-Prozessanlage und ein

Herstellungsverfahren flir das Bauteil.

In verschiedenen Anwendungen werden Bauteile, welche
reaktiven Prozessmedien ausgesetzt sind, mit einer
Schutzschicht beschichtet. So werden etwa in der
Halbleiterindustrie zum Schutz vor den vielfach sehr
reaktiven Prozessgasen und Plasmas die in Prozesskammern
verwendeten Bauteile aus Edelstahl oder Aluminium mit
korrosionsresistenten Schutzschichten versehen. Damit
sollen die Ablagerung von Korrosionsprodukten auf den
Wafern sowie ungewollte Nebenreaktionen verhindert werden.
So werden etwa Teile aus Aluminium anodisiert, so dass eine
chemisch sehr resistente A1203 (Aluminiumoxid) Schutz-
schicht entsteht. Bauteile aus Edelstahl koénnen in einem
Verfahren mit chemischer Gasphasenabscheidung (englisch:
chemical vapor deposition, CVD) mit Al203 beschichtet
werden, um das Freisetzen von Eisenatomen oder

Eisenpartikeln aus dem Edelstahl zu verhindern.
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Obwohl sich die Schutzschicht dadurch auszeichnet, dass sie
gegenuber den Prozessmedien viel stabiler ist, als das zu
schitzende Bauteil, ist auch die Lebensdauer der
Schutzschicht meist begrenzt. Die Schutzschicht wird unter
dem Einfluss der Prozessmedien typischerweise inhomogen
abgetragen. Die Gefahr der Freisetzung von Partikeln aus
dem Substrat des Bauteils besteht unter Umstdnden bereits
dann, wenn die Schutzschicht an einer kritischen Stelle
abgetragen ist, womit das Ende der Lebensdauer der
Schutzschicht erreicht ist. Lasst die schiitzende Wirkung
der Schutzschicht nach, muss heute vielfach das gesamte
Bauteil ausgewechselt werden. Obwohl die Schutzschicht eine
hohere Lebensdauer des darunterliegenden Teils erlaubt,
fallen doch nach der teilweisen Abnutzung der Schicht die

Kosten flir den Ersatz des kompletten Bauteils an.

Eine Verlédngerung der Lebensdauer der Schutzschicht durch
Aufbringen einer neuen Schutzschicht Uber die Reste der
noch vorhandenen Schutzschicht ist oftmals ausgeschlossen.
Eine Erhohung der Gesamtschichtdicke der Schutzschicht an
denjenigen Stellen, wo noch Schutzschicht vorhanden ist,
kann kritische Eigenschaften wie die Adh&dsion der
Schutzschicht am Substrat und die Morphologie der
Schutzschicht negativ beeinflussen. Negative Auswirkungen
einer dickeren Schutzschicht kénnen darin bestehen, dass
die neue Gesamtschicht die Tendenz hat, eher abzufallen,
dass die Schutzwirkung abnimmt und dass ungewollte Partikel

durch die abfallenden Schutzschichtteile entstehen.
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Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, ein
Verfahren oder ein Bauteil zur Verfiigung zu stellen,
welches zumindest ein Problem des Stands der Technik 1ést.
Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht
darin, eine langere Nutzungsdauer von Bauteilen, welche

reaktiven Prozessmedien ausgesetzt sind, zu ermdglichen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdss durch ein Verfahren

nach Anspruch 1 gelost.

Das erfindungsgemdsse Verfahren ist ein Verfahren zum
kontrollierten Abtragen einer Schutzschicht von einer

Oberfldche eines Bauteils. Dabei umfasst das Bauteil:
- einen Grundkorper;

- eine Zwischenschicht, welche den Grundkoérper

zumindest teilweise uberdeckt; und

- die besagte, durch das Verfahren zu entfernende,
Schutzschicht, welche einen amorphen Festkorper,
insbesondere ein amorphes Nichtmetall, insbesondere
amorphe Keramik, umfasst und die Zwischenschicht

zumindest teilweise Uberdeckt.
Das erfindungsgemdsse Verfahren umfasst folgende Schritte:

- in Kontakt Bringen der Schutzschicht mit einem Atz-

oder Losemedium; und

- Abtragen der Schutzschicht unter Einwirkung des Atz-
oder Losemediums bis die Zwischenschicht freigelegt

ist.
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Dabei bewirkt das Atz- oder Losemedium eine erste Atz- oder
Losegeschwindigkeit der Schutzschicht und eine zweite Atz-—
oder Lo&segeschwindigkeit der Zwischenschicht, wobei die
erste Atz- oder Ldsegeschwindigkeit grdsser ist als die

zwelte Atz- oder Losegeschwindigkeit.

Das erfindungsgemdsse Verfahren wird auf ein Bauteil
angewendet, welches einen Grundkdérper und eine
Schutzschicht umfasst, und wobei zwischen Grundkdérper und
Schutzschicht eine Zwischenschicht angeordnet ist, welche
in dem im Verfahren verwendeten Atzmedium langsamer gedtzt

wird als die Schutzschicht.

Die Schutzschicht hat die Funktion, das Bauteil vor dem
reaktiven Prozessmedium, typischerweise einem Gas oder
einem Plasma, in einer Prozesskammer zu schiitzen, in der
Werkstilicke einem abtragenden Prozessschritt unterworfen
werden. Diese Funktion kommt wadhrend der Lebensdauer des
Bauteils zum Tragen. Das Bauteil soll im Vergleich zu den
bearbeiteten Werkstiicken gerade nicht abgetragen werden und

eine lange Lebensdauer haben.

Das Atz- oder Losemedium kann also ein Atzmedium oder ein
Losemedium sein. Das Atzmedium kann fliissig sein,
beispielsweise eine Atzlosung, oder es kann gasférmig sein,
beispielsweise ein Plasma mit &tzaktiven Teilchen oder es
kann ein &dtzendes Gas, wie beispielsweise Chlorgas oder
Fluorgas, sein. Alternativ zu einem Atzmedium kann im
Rahmen der vorliegenden Erfindung ein Losemedium eingesetzt
werden, welches in der Lage ist, die Schutzschicht

aufzulésen. Entsprechend ist dann die Lésegeschwindigkeit
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anstatt der Atzgeschwindigkeit die relevante Eigenschaft,
d.h. die Zwischenschicht wird durch das Losemedium
langsamer aufgeldst, als die Schutzschicht. Das Losemedium
kann flissig oder gasformig sein. Ein moégliches Losemedium
kann beispielsweise flissiges Wasser oder Wasserdampf sein.
Im Folgenden soll unter dem Begriff Atzmedium oder
Losemedium, resp. Atzgeschwindigkeit oder
Losegeschwindigkeit auch der jeweils andere Begriff
verstanden werden, falls dies im Kontext sinnvoll ist und
es keine Rolle spielt, ob es sich um ein saures, basisches

oder neutrales Medium handelt.

Die Zwischenschicht hat die Funktion, beim Abtragen der
Schutzschicht durch das Atzmedium (resp. beim Aufldsen der
Schutzschicht in der Atzlésung, resp. beim Aufldsen der
Schutzschicht im Losemedium) den Grundkdrper vor dem
Atzmedium (der Atzldsung, resp. dem Losemedium) im Rahmen
des erfindungsgemédssen Verfahrens zu schiitzen. Diese
Funktion spielt beim erfindungsgemdssen Verfahren zum
Abtragen der Schutzschicht am Ende der Lebensdauer der
Schutzschicht eine zentrale Rolle. Die Zwischenschicht kann
im Atzmedium so viel langsamer &tzbar sein, als die
Schutzschicht, dass im Moment, in dem die Schutzschicht
komplett aufgeldst ist, die Oberflache der Zwischenschicht
im Wesentlichen noch die Geometrie der urspringlichen
Grenzfl&che zwischen Schutzschicht und Zwischenschicht
besitzt. Die Zwischenschicht kann zusdtzlich die Funktion
eines Haftvermittlers zwischen Grundkérper und

Schutzschicht haben.
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Bei der Zwischenschicht und der Schutzschicht handelt es
sich um zwei Schichten, deren Atz- oder L&segeschwindigkeit
im Atz- oder Ldsemedium verschieden ist. Diese
unterschiedliche Atz- oder Losegeschwindigkeit kann auf
mehreren Wegen erreicht werden. Die Zwischenschicht und die

Schutzschicht koénnen sich wie folgt unterscheiden:
- 1in der chemischen Zusammensetzung,
- 1n der atomaren Nahordnung,
- 1in der Mikrostruktur,

Die atomare Nahordnung kann beispielsweise durch amorphe
Struktur oder kristalline Struktur bestimmt sein.
Beispielsweise kann die Schutzschicht amorphe Struktur und
die Zwischenschicht kristalline Struktur haben, bei
ansonsten gleicher chemischer Zusammensetzung. Die atomare
Nahordnung kann auch durch verschiedene Kristallstrukturen,
im Fall von TiO2 beispielsweise Rutil-, Anatas- und
Brookit-Struktur, definiert sein. Die Mikrostruktur kann
beispielsweise durch Form und Grésse von Kristalliten oder

durch ein- oder mehrlagige Schichtstruktur bestimmt sein.

Die Bedingung an die Atzgeschwindigkeiten kann alternativ
wie folgt beschrieben werden: die Kombination wvon
Atz1ldsung, Schutzschicht und Zwischenschicht wird so
ausgewdhlt, dass die Atzlosung eine Atzselektivitat von X:1
beziiglich Schutzschicht versus Zwischenschicht aufweist und
wobeil X zumindest grosser 1 ist. Die Atzselektivitidt kann
beispielswelse grosser als 10:1 sein, d.h. X > 10. X kann

auch grosser als 100 oder grosser als 1000 sein, was
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bedeutet, dass die Zwischenschicht dergestalt ausgebildet
ist, dass sie gegenltber der Entfernungsprozedur der
Schutzschicht weitgehend inert ist, so dass die
Schutzschicht ohne Beeintrdchtigung des Grundkdrpers

entfernt werden kann.

Je grosser die Atzselektivitdt, desto diinner kann die
Zwischenschicht gewdhlt werden, ohne dass die Gefahr
besteht, dass die Zwischenschicht beim Abtragen oder
Aufldsen der Schutzschicht bis auf den Grundkdrper

weggedtzt werden kdnnte.

Als Bauteile, auf die das erfindungsgemdsse Verfahren
angewendet werden kann, kommen beispielsweise
Gasverteilerkopf, Substrathalter, Elektrode oder Heizplatte
in Frage. Weiter ist denkbar, dass Gasleitungen oder auch
ganze Prozesskammern zumindest an ihrer inneren, dem
Prozessgas ausgesetzten, Oberfldche mit einem Schichtsystem
aus Zwischenschicht und Schutzschicht beschichtet sind.
D.h., dass die Prozesskammer, allenfalls auch zusammen mit
ihren Gaszufihrungen, selber das Bauteil mit der

Zwischenschicht und der Schutzschicht ist.

Die Schutzschicht aus einem amorphen Festkorper,
insbesondere aus einem amorphen Nichtmetall, insbesondere
amorpher Keramik, hat den Vorteil, dass sie keine
Kristallite enthdlt, die sich aus der Schutzschicht l16sen
kénnten. Die Schutzschicht kann beispielsweise durch
Atomlagenabscheidung (englisch: atomic layer deposition,
ALD) hergestellt sein. Dieses Verfahren hat den Vorteil,

dass sich Bauteile mit einer komplizierten
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dreidimensionalen Struktur, z. B. mit Durchgangsl&échern,
ungerichtet mit einer definierten Anzahl von Atomlagen
beschichtet werden kann. Beispielsweise kann ein
Gasverteilerkopf (ein sogenannter Showerhead), wie er etwa
in Prozesskammern fir chemische Gasphasenabscheidung,
insbesondere fir plasmaunterstitzte chemische
Gasphasenabscheidung (PE-CVD), verwendet wird, allseitig
und auch innerhalb von L&chern und Hohlrdumen mittels
Atomlagenbeschichtung mit einer Schutzschicht versehen
werden. Atomlagenabscheidung eignet sich zur Herstellung
dinner, amorpher Festkdrperschichten, insbesondere zur
Herstellung dinner, amorpher Schichten eines Nichtmetalls
und insbesondere zur Herstellung dinner, amorpher Schichten

aus Keramik.

Das in Kontakt Bringen der Schutzschicht mit dem Atzmedium
kann im Fall, dass das Atzmedium eine Atzl®sung ist, durch
Benetzen der Schutzschicht mit der Atzldsung erfolgen. Das
Benetzen der Schutzschicht kann beispielsweise durch
Besprihen mit Atzldsung oder durch teilweises oder
vollstdndiges Eintauchen des Bauteils in Atzlosung

erfolgen.

Die Zwischenschicht braucht den Grundkdrper nicht
vollstandig zu uberdecken. Es reicht aus, wenn die
Zwischenschicht den Grundkdrper teilweise liberdeckt. Die
Atz1dsung wird dann nur in denjenigen Oberflachenbereichen
des Grundkoérpers appliziert, in denen der Grundkdorper durch
die Zwischenschicht geschiitzt ist. Dies kann beispielsweise
durch teilweises Eintauchen in die Atzldsung erreicht

werden. Die Schutzschicht braucht die Zwischenschicht nicht
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vollsténdig zu Uberdecken. In gewissen Anwendungsfidllen ist
es flr die Schutzwirkung ausreichend, wenn bei einer neu
hergestellten Schutzschicht diejenigen Oberflidchenbereiche
durch die Schutzschicht Uberdeckt sind, die bei der
Verwendung in einer Prozesskammer einem reaktiven
Prozessmedium ausgesetzt sind. Auch nach langerer
Verwendung des Bauteils kann die Situation entstehen, dass
durch Einwirkung reaktiver Prozessmedien die Schutzschicht
stellenweise soweit abgetragen ist, dass sie die
Zwischenschicht nur noch teilweise iberdeckt. Gerade in
dieser Situation ist das erfindungsgemdsse Verfahren von
grossem Nutzen, da es die Beschddigung des Grundkérpers
durch das Atzmedium an Stellen mit vollstandig abgenutzter

Schutzschicht verhindern kann.

Zwischenschicht und Schutzschicht kénnen mittels
verschiedener Verfahren auf den Grundkérper aufgebracht
sein. Als Verfahren zum Aufbringen der Zwischenschicht und
der Schutzschicht kommen insbesondere chemische
Gasphasenabscheidung (CVD), physikalische
Gasphasenabscheidung (PVD), wie auch Spriihbeschichtung in

Frage.

Das erfindungsgemdsse Verfahren hat den Vorteil, dass beim
Entfernen der alten Schutzschicht der Grundkdrper im
Wesentlichen nicht angegriffen oder verdndert wird. Im
Fall, dass sich das Material des Grundkdrpers bei der
Reaktion mit der Abtragungschemie &hnlich wie die
Schutzschicht verhdlt, wiirde das Grundmaterial ohne die

schitzende Zwischenschicht ebenfalls abgetragen, wodurch
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die urspringliche Form und/oder die Morphologie des
Bauteils gedndert wiirde. Im erfindungsgemdssen Verfahren
schiitzt die Zwischenschicht den Grundkérper zuverldssig vor
einer Beschddigung durch die Atzldsung. Im Fall, dass der
Grundkdrper aus einem Metall besteht oder ein Metall
umfasst, ist eine schiitzende Barriere zwischen dem
Atzmedium und dem Metall wichtig, da typischerweise das
Metall am schnellsten geatzt wilirde, wenn es mit dem

Atzmedium in Kontakt kame.

Somit wird durch die vorliegende Erfindung ein Verfahren
zur Verfligung gestellt, mit dem eine Schutzschicht von
einer Oberfldche eines Bauteils kontrolliert abgetragen

werden kann.

Ausfihrungsformen des erfindungsgemidssen Verfahrens werden

durch die Merkmale der Ansprlche 2 bis 9 definiert.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens, wird das Abtragen
der Schutzschicht unter Einwirkung des Atz- oder
Losemediums bis zur restlosen Entfernung der Schutzschicht

durchgefihrt.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens, ist das Atz- oder
Losemedium flissig und umfasst das Verfahren die folgenden

Schritte:

- Benetzen der Schutzschicht mit dem flissigen Atz- oder

Losemedium; und
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- Auflésen der Schutzschicht in dem flussigen Atz- oder

Losemedium.

Die beiden genannten Schritte sind Umsetzungen der
Verfahrensschritte in Kontakt Bringen der Schutzschicht mit
einem Atzmedium und Abtragen der Schutzschicht mit einem
flissigen Atz- oder Ldsemedium, das beispielsweise eine

Atzldsung sein kann.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die
Zwischenschicht mindestens ein Metall, ein Metalloxid,
insbesondere TiO2 (Titanoxid), ZnO (Zinkoxid), Nb203
(Nioboxid), Zr02 (Zirkonoxid), Y203 (Yttriumoxid) oder
Ta205 (Tantaloxid), ein Metallnitrid, ein Metallkarbid, ein
Metallfluorid, ein Metallchlorid oder ein Metallborid.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die

Zwischenschicht in kristalliner Form vorliegendes Material.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die
Schutzschicht zumindest eine Lage aus amorphem Metalloxid,
insbesondere aus amorphem Al1203, aus amorphem Metallnitrid,
aus amorphem Metallfluorid, aus einem amorphen
Metallchlorid, aus amorphem Metallkarbid oder aus amorphem

Metallborid.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die

Schutzschicht mehrere Lagen, wobei aneinander angrenzende
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in ihrer chemischen Zusammensetzung

unterscheiden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die

Zwischenschicht ein durch das Atz- oder Losemedium nicht

Atzbares Material oder besteht aus einem durch das

Atzmedium nicht &dtzbaren Material.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst die

Schutzschicht amorphes Al1203,

mindestens
Ta205, und

eines aus
- wassrige
- wdssrige
- wassrige

- wassrige

- wassrige

eines aus Ti02, Zn0O, Nb203, 7Zr02, Y203 und

umfasst das Atz- oder Ldsemedium mindestens

NaOH L&sung,
KOH Losung,
NH40OH Losung,

Tetramethylammoniumhydroxid Ldsung,

H202 L&sung,

- flissiges H20,

- gasfdrmiges H20.

Kombinationen der Merkmale der Ausfihrungsformen des

Verfahrens

moglich.

sind, falls nicht widersprichlich, beliebig

umfasst die Zwischenschicht
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Die vorliegende Erfindung ist weiter auch auf ein Verfahren
nach Anspruch 10 oder 11 zum Austauschen einer alten
Schutzschicht auf einem Bauteil durch eine neue

Schutzschicht gerichtet.

Das erfindungsgemdsse Verfahren zum Austauschen einer alten
Schutzschicht auf einem Bauteil durch eine neue
Schutzschicht umfasst folgende Schritte: Abtragen der alten
Schutzschicht durch das oben genannte erfindungsgemisse
Verfahren zum Abtragen einer Schutzschicht und Aufbringen

der neuen Schutzschicht.

Das Verfahren zum Austauschen einer alten Schutzschicht auf
einem Bauteil durch eine neue Schutzschicht hat den
Vorteil, dass das Bauteil Uber eine Vielzahl von
Lebensdauern der Schutzschicht weiterverwendet werden kann.
Die Schutzschicht kann mehrmals erneuert werden, ohne dass
das darunterliegende Substrat ebenfalls erneuert werden

muss.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt das
Aufbringen der neuen Schutzschicht durch Atomlagen-

abscheidung (atomic layer deposition, ALD).

Damit wird eine sehr homogene Schichtdicke der
Schutzschicht erreicht, unabhdngig von der Orientierung der

zU beschichtenden Oberfléache.

Die vorliegende Erfindung ist weiter auch auf ein Verfahren
nach Anspruch 12 zum Betrieb einer Dinnschicht-

Prozessanlage gerichtet.
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Es handelt sich dabei um ein Verfahren zum Betrieb einer
fur Schichtabtrag von einem Werkstiick ausgebildeten
Dinnschicht-Prozessanlage. Die Diinnschicht-Prozessanlage
kann sowohl flUr Schichtaufbringung auf ein Werkstick als
auch fir Schichtabtrag von dem Werkstick ausgebildet sein.
Die Dinnschicht-Prozessanlage hat zumindest eine
Prozesskammer. Die Prozesskammer oder ein anderes Bauteil
der der Dinnschicht-Prozessanlage umfasst eine

Schutzschicht. Das Verfahren umfasst folgende Schritte:

- Bereitstellen der Prozesskammer oder des anderen Bauteils
mit einem Grundkérper, mit einer Zwischenschicht, welche
den Grundkérper zumindest teilweise Uberdeckt, und mit der
Schutzschicht, welche einen amorphen Festkorper,
insbesondere ein amorphes Nichtmetall, insbesondere amorphe
Keramik, umfasst und die Zwischenschicht zumindest
teilweise Uberdeckt, wobei die Zwischenschicht mindestens
ein Element enthdlt, welches in der Schutzschicht nicht

enthalten 1ist;

- wiederholtes, gleichzeitiges Durchfihren der beiden

Schritte

- Durchfihren eines abtragenden Prozessschrittes unter
Verwendung eines Prozessgases in der Prozesskammer,
wobel die Schutzschicht mit dem Prozessgas in Kontakt

kommt; und

- Analysieren des Prozessgases in der Prozesskammer
mittels einer auf das mindestens eine Element

sensitiven Analysemethode;

bis das mindestens eine Element im Prozessgas detektiert

wird; und
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- Austauschen der Schutzschicht auf der Prozesskammer oder
auf dem anderen Bauteil durch eine neue Schutzschicht durch
Anwenden des oben beschriebenen erfindungsgemidssen

Verfahrens zum Austauschen einer Schutzschicht.

Eine vorteilhafte Wirkung des Verfahrens zum Betrieb einer
Dinnschicht-Prozessanlage, welche zur Schichtaufbringung
(deposition) auf Werksticke und zum Schichtabtrag (Atzen)
von Werkstlicken ausgebildet ist, liegt darin, dass durch
die geeignete Wahl der erfindungsgemdssen Zwischenschicht
detektiert werden kann, ob die Schutzschicht an ihr
Lebensende gekommen ist. Ist etwa das Material des
Grundkoérpers Aluminium und die Schutzschicht aus einer
Aluminiumverbindung, wie etwa Al203, so kann durch eine
Zwischenschicht aus einem anderen Material wie z.B. Ti02
durch chemische Analyse nach Ti im Prozessraum in-situ
festgestellt werden, ob die Schutzschicht der Prozesskammer
oder eines anderen Bauteils an gewissen Stellen vollstédndig
abgetragen wurde und somit ersetzt werden soll. Dies ist
bei einer Al1203 Schicht auf Al und der Analyse nach Al nur
schwer moéglich. Durch den Einsatz dieser Zwischenschicht
(im Beispiel TiO2 enthaltend) in Kombination mit einem
Detektionsgerat am Vakuumsystem fiir mindestens ein in
dieser Zwischenschicht enthaltenes Element (im Beispiel
Ti), z.B. mit einem Massenspektrometer, welches zuverlédssig
in unserem Falle nach Ti Ionen suchen kann, kann das
Lebensende der Al1203 Schutzschicht messtechnisch in
Erfahrung gebracht werden, d.h. sobald Ti-TIonen detektiert

werden, muss die Al203 Schicht erneuert werden.
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Die Erfindung bezieht sich weiter auf ein Bauteil nach
Anspruch 13 oder 14 zur Verwendung in einer Prozesskammer

einer Dinnschicht-Prozessanlage.
Das erfindungsgemdsse Bauteil umfasst
- einen GrundkOrper,

- eine Zwischenschicht, welche den Grundkdrper zumindest

teilweise iliberdeckt, und
- eine Schutzschicht.

Dabei umfasst die Schutzschicht einen amorphen Festkorper,
insbesondere ein amorphes Nichtmetall, insbesondere amorphe
Keramik, und Uberdeckt die Zwischenschicht zumindest
teilweise. Die Schutzschicht ist zumindest durch ein erstes
Atz- oder Losemedium mindestens schneller dtz- oder losbar
als die Zwischenschicht, wobei das erste Atz- oder

Losemedium zu der folgenden Gruppe gehort:
~ wd&ssrige KOH L&sung,

- wdssrige NaOH Losung,

- wdssrige NH40H Loésung,

- wassrige Tetramethylammoniumhydroxid L&sung,
- wassrige H202 Losung,

- Mischungen aus den genannten Atzldsungen,
- flissiges H20,

- gasformiges H20.

In einer Ausfihrungsform des Bauteils umfasst die

Schutzschicht amorphes Al1203 und die Zwischenschicht
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umfasst mindestens eines aus Ti02, Zn0O, Nb203, Zr02, Y203
und Taz205.

Die Erfindung ist noch weiter auf ein Herstellungsverfahren

nach Anspruch 15 gerichtet.

Es handelt sich dabei um ein Herstellungsverfahren fir ein
erfindungsgemdasses Bauteil wie oben beschrieben. Das

Herstellungsverfahren umfasst folgende Schritte:
- Formen eines Grundkérpers,
- Aufbringen einer Zwischenschicht auf den Grundkérper, und

- Aufbringen einer einen amorphen Festkdrper umfassenden
Schutzschicht, insbesondere einer ein amorphes Nichtmetall
umfassenden Schutzschicht, insbesondere einer amorphe
Keramik umfassenden Schutzschicht auf die Zwischenschicht,
wobel die Schutzschicht zumindest durch ein erstes Atz-
oder Losemedium mindestens schneller dtzbar ist als die
Zwischenschicht, wobeil das erste Atz- oder Lésemedium zu

der folgenden Gruppe gehort:
- wdssrige KOH L&sung,

- wdssrige NaOH Losung,

- wdssrige NH4O0H Loésung,

- wdssrige Tetramethylammoniumhydroxid L&sung,
- wdssrige H202 L&sung,

- Mischungen aus den genannten Atzldsungen,
- flussiges HZ20,

- gasfdrmiges H20.
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Der Schritt des Formens des Grundkorpers kann
beispielsweise Frdsen, Drehen, Bohren, Schweissen etc,

umfassen.

Zurlckkommend auf die Zusammensetzung der Schichten kann
gesagt werden, dass als Zwischenschicht eine Vielzahl von
Materialien wie reine Metalle, Oxide, Nitride, Fluoride,
Carbide zum Einsatz kommen konnen, insofern sie eine
genigende Haftung der Zwischen- wie der Schutzschicht
sorgen, fiur die Prozessbedingungen geeignet, und
komplementare Eigenschaften im Kontakt mit dem Atzmedium

haben.

Die Materialien fir Schutzschicht und Zwischenschicht
konnen passend zu einem Atz- oder Ldsemedium zum Beispiel

gemdss den folgenden Kombinationen gewahlt sein.

Beispielsweise kann die Zwischenschicht Ti02 umfassen oder
aus Ti02 bestehen, die Schutzschicht amorphes A1203
umfassen oder aus amorphem Al203 bestehen und das Atzmedium
kann eine wdssrige LOsung mit 4 bis 10 Gewichtsprozent,
insbesondere mit 5 Gewichtsprozent NaOH sein. In dieser
Kombination wird die Schutzschicht schneller geatzt als die

Zwischenschicht.

Beispielsweise zeigt eine mit atomic layer deposition (ALD)
hergestellte Ti0O2-Schicht in 90°C heissem H20 als
Losemedium eine etwa achtfache Lebensdauer im Vergleich zu
einer gleich dicken, mit atomic layer deposition
hergestellten Al203-Schicht und kann daher als
Zwischenschicht fur Al1203 beschichtete Substrate dienen.
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Beispielsweise haben amorphe A1203 Schichten eine Atzrate
im Bereich von 0.5 nm/min bei 25°C in 10 M NH40H L&sung,
wdhrend Schichten aus Nb203 oder Ta205 in derselben Ldsung
keine Schichtdickenverdnderung tber 500 Std zeigen. Mit der
Wahl von 10 molarer NH4OH Atzldsung mit einer Temperatur
von 25°C als Atzmedium, kann also eine Schutzschicht aus
Al203 mit sinnvoller Geschwindigkeit abgetragen werden. Die
Zwischenschicht kann in diesem Fall mit Nb203 oder Ta205
aus einem Material bestehen, das durch das Atzmedium nicht

dtzbar ist.

Die Schutzschicht kann beispielsweise aus amorphem Al1203
bestehen und die Zwischenschicht kann aus ZnO bestehen.
Schutzschicht und Zwischenschicht kénnen mit ALD
abgeschieden sein. Das Atzmedium kann beispielsweise

Tetramethylammoniumhydroxid Losung sein.

Amorphes Al203 zeigt eine um das 400-fache grossere
Selektivitat als mit ALD abgeschiedenes 7Zn0O beim Atzen in
einer Tetramethylammoniumhydroxid Loésung mit einem pH von

12 und einer Temperatur der Ldsung von 60°C.

Die Zwischenschicht kann beispielsweise aus Ti02 bestehen.
Die Zwischenschicht kann beispielsweise ein mehrlagiges
Nanolaminat aus abwechselnden Lagen aus TiO2 und Al203
sein. Ti02, insbesondere auch als Nanolaminat mit A1203,
bietet einen starken Korrosionsschutz gegen NaOH wie auch

gegen KOH im Bereich von 1 M Lo&sungen.

Ausfihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden
nachstehend anhand von Figuren noch ndher erldutert. Es

zeigen
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Fig. 1 ein Flussdiagramm des erfindungsgemidssen
Verfahrens zum kontrollierten Abtragen einer

Schutzschicht von einer Oberfldche eines Bauteils;

Fig. 2 in Teilfiguren Fig. 2.a) bis 2.d) schematische
Querschnitte durch einen Teil eines Bauteils filr

Zustdnde vor, zwischen und nach Verfahrensschritten;

Fig. 3 einen schematischen Querschnitt durch den
Schichtaufbau eines erfindungsgemdssen Bauteils zur
Verwendung in einer Prozesskammer einer Dinnschicht-

Prozessanlage;

Fig. 4 ein Flussdiagramm des erfindungsgemidssen
Verfahrens zum Austauschen einer alten Schutzschicht

durch eine neue Schutzschicht;

Fig. 5 ein Flussdiagramm des erfindungsgemdssen
Verfahrens zum Betrieb einer Dinnschicht-

Prozessanlage.

Figur 1 zeigt im Flussdiagramm die beiden

Verfahrensschritte

- in Kontakt Bringen (11) der Schutzschicht mit einem Atz-

oder Losemedium

- Abtragen (12) der Schutzschicht unter Einwirkung des Atz-

oder Losemediums bis die Zwischenschicht freigelegt ist.
welche nacheinander an einem Bauteil ausgefiihrt werden.

In einem Ausfihrungsbeispiel wird der Verfahrensschritt des
in Kontakt Bringens (11) durch Benetzen der Schutzschicht

mit einer Atzldsung umgesetzt und der Verfahrensschritt
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Abtragen (12) der Schutzschicht wird durch Aufldosen der

Schutzschicht in der Atzldsung umgesetzt.

Figur 2.a) zeigt einen Querschnitt durch einen
oberflachennahen Bereich eines Bauteils 10. Auf einem
Grundkoérper 1 des Bauteils ist eine Zwischenschicht 2
aufgebracht, welche ihrerseits von einer Schutzschicht 3
teilweise Uberdeckt ist. Beispielhaft dargestellt ist ein
Zustand der Schutzschicht, wie er durch inhomogenen Abtrag
unter Einfluss eines reaktiven Prozessmediums entstehen
kann. An der mit einem Pfeil bezeichneten Stelle 9 ist die
Schutzschicht so weit abgenutzt, dass die Zwischenschicht

frei liegt.

Figur 2.b) zeigt das Bauteil 10 nach dem Verfahrensschritt
in Kontakt Bringen 11 der Schutzschicht mit einem
Atzmedium. Hier dargestellt ist die Ausfihrungsvariante
Benetzen der Schutzschicht 3 mit einer Atzl®dsung 4 durch
das zumindest teilweise Eintauchen des Bauteils in die

Atzlosung.

Figur 2.c) zeigt das Bauteil 10' nach dem Verfahrensschritt
Abtragen 12 der Schutzschicht unter Einwirkung des
Atzmediums bis die Zwischenschicht freigelegt ist. Hier
dargestellt ist die Ausfihrungsvariante Auflésen der
Schutzschicht 3 in der Atzlosung. Aufgrund der stark
unterschiedlichen Atzgeschwindigkeiten der Zwischenschicht
2 und der Schutzschicht 3, ist die Zwischenschicht 2 im
Wesentlichen unverdndert stehengeblieben. Der Grundkdrper 1
kommt nicht mit der Atzldsung 4 in Kontakt. Fig. 2.c) zeigt

den Zustand nach restloser Entfernung der Schutzschicht.
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Figur 2.d) zeigt das Bauteil 10'' nach dem
Verfahrensschritt Aufbringen 13 einer neuen Schutzschicht
3'', dem letzten Verfahrensschritt des Verfahrens zum
Austauschen einer alten Schutzschicht durch eine neue
Schutzschicht. Das Aufbringen der neuen Schutzschicht kann
beispielsweise durch Atomlagenabscheidung erfolgt sein,
wodurch eine sehr homogene Schichtdicke der Schutzschicht
erreicht werden kann. In diesem Zustand ist die
Schutzwirkung der Schutzschicht wieder sichergestellt und
das Bauteil kann beispielsweise wieder in einer

Dinnschicht-Prozessanlage verwendet werden.

Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch einen
oberflachennahen Bereich eines Bauteils. Die Schutzschicht
3 ist im Kontakt mit der Umgebung 8 des Bauteils und liegt
auf der Zwischenschicht 2 auf. Die Zwischenschicht 2
Uberdeckt den Grundkdrper 1 des Bauteils und liegt zwischen
Schutzschicht 3 und Grundkoérper. Die Schutzschicht 3 hat
eine Schichtdicke d3. Die Zwischenschicht 2 hat eine
Schichtdicke d2. In einer Ausfiihrungsform besteht die
Zwischenschicht 2 aus Ti02 und besteht die Schutzschicht 3
aus amorphem Al1203. Sowohl Zwischenschicht als auch
Schutzschicht k&nnen durch Atomlagenabscheidung aufgebracht
sein. Atomlagenabscheidung erméglicht es beispielsweise
eine Schichtdicke d2 der Zwischenschicht im Bereich 20 -
100 Nanometer, bspw. 50 Nanometer, dick zu wahlen, ohne
dass dabei die Gefahr von Lochern oder sehr dinnen Stellen

in der Zwischenschicht besteht. Die Schutzschicht ist
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typischerweise im Bereich 90-500 Nanometer, insbesondere

200-300 Nanometer, dick.

Die Dicke der Schutzschicht kann je nach Material,
Einsatztemperatur und Anwendungszweck angepasst werden.
Dicke Schichten konnen eher abplatzen. Dicke Schichten sind
teurer in der Herstellung, da die Beschichtungszeit linear

mit der Schichtdicke steigt.

Als Atzlésung zur Entfernung der Schutzschicht kommt im
Fall von Al203 als Schutzschicht und von Ti02 als
Zwischenschicht eine wédssrige Losung mit 5% NaOH zum
Einsatz. Der Grundkdrper 1 besteht beispielsweise aus
Metall, insbesondere aus Aluminium, einer Aluminium-

Legierung oder rostfreiem Stahl.

Figur 4 zeigt ein Flussdiagramm des Verfahrens 15 zum
Austausch einer alten Schutzschicht auf einem Bauteil durch
eine neue Schutzschicht. Die Abfolge der ersten beiden
Verfahrensschritte 11, 12 entspricht dem Verfahren 14, wie
durch die Klammer am linken Rand des Flussdiagramms
angezeigt ist. Zusammen mit dem Verfahrensschritt
Aufbringen 13 der neuen Schutzschicht ist das Verfahren 15
vollstdndig. Das Aufbringen der neuen Schutzschicht kann
beispielsweise durch Atomlagenabscheidung ausgefiihrt

werden.

Weiter kommen andere Verfahren der chemischen
Gasphasenabscheidung, physikalische Gasphasenabscheidung
(PVD), wie auch Sprihbeschichtung als Verfahren zum

Aufbringen der neuen Schutzschicht in Frage.
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Figur 5 zeigt ein Flussdiagramm des erfindungsgemidssen
Verfahrens 20 zum Betrieb einer Dinnschicht-Prozessanlage
mit einer Prozesskammer und einem Bauteil. Zuerst erfolgen
die Verfahrensschritte Bereitstellen 21 des Bauteils mit
dem Schichtaufbau wie oben beschrieben. Optional, mit
gestricheltem Rahmen dargestellt, folgt der Einbau 22 eines
Bauteils in die Prozesskammer, falls es sich beim Bauteil
nicht um die Prozesskammer selbst handelt. In einer
Schleife werden die Verfahrensschritte Durchfihren 23 eines
abtragenden Prozessschrittes und Analysieren 24 des
Prozessgases wiederholt, wobei das Analysieren 24
gleichzeitig mit dem Durchfihren 23 des abtragenden
Prozessschrittes erfolgt. Bei der Entscheidung 25 "Element
detektiert?" folgt das Verfahren dem Pfeil "nein", falls
das mindestens eine Element im Schritt des Analysierens
nicht gefunden wurde und dem Pfeil "ja", falls das Element
detektiert wurde. Im ersten Fall werden die
Verfahrensschritte 23 und 24 wiederholt. Im letzteren Fall
folgt anschliessend das Verfahren 15 zum Austauschen einer
alten Schutzschicht durch eine neue Schutzschicht, wobei
optional, durch einen gestrichelten Rahmen dargestellt,
vorgangig der Verfahrensschritt Ausbau 26 des Bauteils aus
der Prozesskammer erfolgt, falls es sich beim Bauteil nicht

um die Prozesskammer selber handelt.
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Bezugszeichenliste

1 Grundkoérper

2 Zwischenschicht

3 Schutzschicht

4 Atz- oder Losemedium (resp. Atzldsung)
8 Umgebung

9 Stelle, wo Schutzschicht abgenutzt ist

10 Bauteil

10" Bauteil (nach Abtragen der Schutzschicht)

10"'"' Bauteil (mit erneuerter Schutzschicht)

11 Verfahrensschritt in Kontakt Bringen der Schutzschicht
mit einem Atz- oder Ldsemedium

12 Verfahrensschritt Abtragen der Schutzschicht

13 Verfahrensschritt Aufbringen

14 Verfahren zum kontrollierten Abtragen der
Schutzschicht

15 Verfahren zum Austauschen einer alten Schutzschicht
durch eine neue Schutzschicht

20 Verfahrens zum Betrieb einer Dinnschicht-Prozessanlage
21 Verfahrensschritt Bereitstellen

22 Verfahrensschritt Einbau des Bauteils

23 Verfahrensschritt Durchfiilhren eines abtragenden
Prozessschrittes

24 Verfahrensschritt Analysieren des Prozessgases

25 Entscheidung "Element detektiert?" -» Ja / Nein

26 Verfahrensschritt Ausbau des Bauteils

dz Schichtdicke der Zwischenschicht

d3 Schichtdicke der Schutzschicht

ENDE Endpunkt eines Verfahrens

START Startpunkt eines Verfahrens
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Patentanspriiche

1. Verfahren (14) zum kontrollierten Abtragen einer
Schutzschicht (3) von einer Oberfldche eines Bauteils (10),

wobei das Bauteil umfasst:
- einen Grundkorper (1);

- eine Zwischenschicht (2), welche den Grundkorper

zumindest teilweilse Uberdeckt; und

- die besagte Schutzschicht (3), welche einen amorphen
Festkdrper, insbesondere ein amorphes Nichtmetall,
insbesondere amorphe Keramik, umfasst und die

Zwischenschicht zumindest teilweise Uberdeckt;
wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

- in Kontakt Bringen (11) der Schutzschicht (3) mit

einem Atz- oder Ldsemedium (4); und

- Abtragen (12) der Schutzschicht (3) unter Einwirkung
des Atz- oder L&semediums (4) bis die Zwischenschicht

(2) freigelegt ist;

und wobei das Atz- oder Ldsemedium eine erste Atz- oder
Losegeschwindigkeit der Schutzschicht und eine zweite Atz-
oder Losegeschwindigkeit der Zwischenschicht bewirkt und
wobei die erste Atz- oder Ldsegeschwindigkeit grosser ist

als die zweite Atz- oder Losegeschwindigkeit.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass das Abtragen der Schutzschicht unter Einwirkung des
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Atz- oder Losemediums bis zur restlosen Entfernung der

Schutzschicht durchgefihrt wird.

3. Verfahren nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Atz- oder Losemedium flissig ist

und dass das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Benetzen der Schutzschicht mit dem flissigen Atz-

oder Losemedium; und

- Auflosen der Schutzschicht in dem fliissigen Atz-

oder Losemedium.

4, Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (2) mindestens ein
Metall, ein Metalloxid, insbesondere Ti02, Zn0O, Nb203,
Zr02, Y203 oder Taz205, ein Metallnitrid, ein Metallkarbid,
ein Metallfluorid, ein Metallchlorid oder ein Metallborid

umfasst.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (2) in

kristalliner Form vorliegendes Material umfasst.

6. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzschicht (3) zumindest eine
Lage aus amorphem Metalloxid, insbesondere aus amorphem

AlO3, aus amorphem Metallnitrid, aus amorphem
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Metallfluorid, aus amorphem Metallchlorid, aus amorphem

Metallkarbid oder aus amorphem Metallborid umfasst.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzschicht (3) mehrere Lagen
umfasst, wobel aneinander angrenzende Lagen sich in ihrer

chemischen Zusammensetzung unterscheiden.

8. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (2) ein durch das
Atz- oder Losemedium (4) nicht &tzbares Material umfasst
oder aus einem durch das Atz- oder L®semedium nicht

dtzbaren Material besteht.

9. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schutzschicht (3) amorphes A1203
umfasst, dass die Zwischenschicht (2) mindestens eines aus

Ti02, ZnO, Nb203, 7Zr02, Y203 und Ta205 umfasst,

und dass das Atz- oder Ldsemedium (4) mindestens eines aus
- wdssrige NaOH L&sung,

- wadssrige KOH L&sung,

- wadssrige NH4OH Losung,

- wdssrige Tetramethylammoniumhydroxid L&sung,
-~ wdssrige H202 Lo&sung,

- fllussiges H20,

- gasformiges H20

umfasst.
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10. Verfahren (15) zum Austauschen einer alten
Schutzschicht (3) auf einem Bauteil (10) durch eine neue

Schutzschicht (3''),
wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

- Abtragen der alten Schutzschicht durch das Verfahren (14)

nach einem der Anspriche 1 bis 9; und

- Aufbringen der neuen Schutzschicht.

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Aufbringen der

neuen Schutzschicht durch Atomlagenabscheidung erfolgt.

12. Verfahren (20) zum Betrieb einer fir Schichtabtrag von
einem Werkstick ausgebildeten Dinnschicht-Prozessanlage mit
eilner Prozesskammer, wobel die Prozesskammer oder ein
anderes Bauteil der Dinnschicht-Prozessanlage eine
Schutzschicht umfasst, und wobei das Verfahren folgende

Schritte umfasst:

- Bereitstellen (21) der Prozesskammer oder des anderen
Bauteils mit einem Grundkdrper, mit einer Zwischenschicht,
welche den Grundkdrper zumindest teilweise iberdeckt, und
mit der Schutzschicht, welche einen amorphen Festkdrper,
insbesondere ein amorphes Nichtmetall, insbesondere amorphe
Keramik, umfasst und die Zwischenschicht zumindest
teilweise Uberdeckt, wobei die Zwischenschicht mindestens
ein Element enthdlt, welches in der Schutzschicht nicht

enthalten ist;
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- wiederholtes, gleichzeitiges Durchfihren der beiden

Schritte

- Durchfihren (23) eines abtragenden Prozessschrittes
unter Verwendung eines Prozessgases in der
Prozesskammer, wobei die Schutzschicht mit dem

Prozessgas in Kontakt kommt; und

- Analysieren (24) des Prozessgases in der
Prozesskammer mittels einer auf das mindestens eine

Element sensitiven Analysemethode;

bis das mindestens eine Element im Prozessgas detektiert

wird; und

- Austauschen der Schutzschicht auf der Prozesskammer oder
auf dem anderen Bauteil durch eine neue Schutzschicht durch
Anwenden des Verfahrens (15) nach einem der Anspriiche 10

oder 11.

13. Bauteil (10) zur Verwendung in einer Diunnschicht-

Prozessanlage, wobel das Bauteil
- einen Grundkdrper (1),

- eine Zwischenschicht (2), welche den Grundkdrper

zumindest teilweise Uberdeckt, und
- eine Schutzschicht (3)

umfasst, wobeili die Schutzschicht einen amorphen Festkorper,
insbesondere ein amorphes Nichtmetall, insbesondere amorphe
Keramik, umfasst und die Zwischenschicht zumindest
teilweise Uberdeckt, und

wobeil die Schutzschicht zumindest durch ein erstes Atz-
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oder Losemedium (4) mindestens schneller &tz- oder l18sbar
ist als die Zwischenschicht, wobei das erste Atz- oder

Lésemedium zu der folgenden Gruppe gehdrt:
- wassrige KOH Lésung,

- wassrige NaOH Losung,

- wassrige NH40H Losung,

- wassrige Tetramethylammoniumhydroxid L&sung,
- wassrige H202 Losung,
- Mischungen aus den genannten Atzldsungen,

- fliussiges H20,

- gasfdormiges H20.

14. Bauteil nach Anspruch 13, wobei die Schutzschicht (3)
amorphes Al1203 umfasst und wobei die Zwischenschicht (2)
mindestens eines aus Ti02, Zn0O, Nb203, Zr02, Y203 und Ta205

umfasst.

15. Herstellungsverfahren fiir ein Bauteil (10) nach
Anspruch 13 oder 14, wobei das Herstellungsverfahren

folgende Schritte umfasst:
- Formen eines Grundkoérpers (1),

- Aufbringen einer Zwischenschicht (2) auf den Grundkodrper,

und

- Aufbringen einer einen amorphen Festkdrper umfassenden
Schutzschicht, insbesondere einer ein amorphes Nichtmetall

umfassenden Schutzschicht, insbesondere einer amorphe
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Keramik umfassenden Schutzschicht (3), auf die
Zwischenschicht,

wobei die Schutzschicht zumindest durch ein erstes Atz-
oder Lésemedium mindestens schneller atzbar ist als die
Zwischenschicht, wobel das erste Atz- oder Lésemedium zu

der folgenden Gruppe gehort:
- wdssrige KOH Lésung,

- wassrige NaOH Lésung,

- wdssrige NH40OH Lésung,

- wdssrige Tetramethylammoniumhydroxid Losung,
- wassrige H202 L&sung,
- Mischungen aus den genannten Atzl8sungen,

- flissiges H20,

- gasfdrmiges H20.
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